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Abstract (en)
Material comprises 0.5-3.5 wt.% nickel, 0.08-1.0 wt.% silicon, 0.1-1.0 wt.% tin, 0.1-1.0 wt.% zinc, 0.005-0.2 wt.% zirconium, 0.02-0.5 wt.% silver and
balance of copper including melting-induced impurities. Preferably the material contains less than 0.15 wt.% silver, less than 0.5 wt.% manganese,
less than 0.2 wt.% magnesium and 0.1-5 wt.% indium.

Abstract (de)
Der Werkstoff fir ein Metallband zur Fertigung von elektrischen Kontaktbauteilen weist - in Gewichtsprozenten ausgedriickt - folgende
Zusammensetzung auf: Nickel (Ni), 0,5 - 3,5 %; Silizium (Si), 0,08-1,0%; Zinn (Sn), 0,1-1,0%; Zink (Zn), 0,1-1,0%; Zirkonium (Zr), 0,005 - 0,2 %;
Silber (Ag), 0,02 - 0,5 %, Rest Kupfer einschlieBlich erschmelzungsbedingter Verunreinigungen.
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